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科技部工程技術研究發展司 

110 年度「虛實加工關鍵技術與機器人系統整合研發專案計畫」

徵求公告 

 計畫背景 

    製造業為我國經濟成長之重要產業，但工業用機械設備仍高度仰賴進口。我國面

臨的國際競爭也日趨激烈，各國政府自 2011年起相繼提出國家級製造業發展戰略，已

開發國家已有世界級的智慧製造技術與服務案例。臺灣則在 2016年提出「智慧機械產

業推動方案」其目的在於深化智慧機械自主技術與技術創新，減緩勞動人口結構變遷

壓力，以創新產業生產流程並大幅提高生產力，加速產業供應鏈智能化與合理化，並促

使我國產業加速導入智機化與建立智機產業創新生態體系(Innovation eco-system)。不論

是由政府主導的日本與韓國，或是由企業為創新領袖的德國及美國，除了強調人工智

慧(Artificial Intelligence, AI)與物聯網(IoT)的運用，更重視軟硬技術整合與製造技術升

級的實踐。工業 4.0的熱潮讓全球各大工業強國積極提出相關因應戰略，而臺灣在這波

熱潮中，應如何布局並找到優先投入的關鍵技術的領域，實現智慧製造創新生態系統

的應用領域，為目前急需突破的重要議題。 

    臺灣產業多具有技術專業且擁有關鍵零組件生產能力與水準，應協助其擺脫面臨

低價競爭並提高產品技術層次，透過智慧製造軟硬整合與技術升級，將學術卓越轉化

為技術應用價值，協助企業數位製造轉型，並積極從學校培育高階跨領域系統整合人

才與高技能員工。除了將既有之產品透過技術精進以提升其品質外，更應積極透過生

產前之設計製造規劃、生產過程中之系統訊息整合至雲端(Cloud)、與人機介面改善等

以大幅縮短生產時程，使其更能快速彈性生產製造。因此，產品價值應由既有的技術專

業，透過智慧製造軟硬體整合技術與技術升級，讓製造業朝向以人的價值(Human Value)

為重的高品質化與高價值化數位產業。 

    隨著臺灣高科技產業之製程技術的持續提升，製程精度之要求亦隨之日益嚴苛，

導致產品良率的提升與確保面臨嚴峻的挑戰，也是製造業必須解決的重要問題。此外，

隨著製造技術的進步與發展，生產機台越來越趨複雜，在長時間運作下，生產機台部分

的零件可能會老化或損壞，將損及加工產品的生產良率與品質。因此，為保持生產機台

建立工件精度，即時的機台智能錯誤診斷與機台預診 (Prognostics and Health 

Management; PHM)能力，如機台錯誤偵測、刀具剩餘壽命預測等，配合高智慧化的管

理系統，確保生產機台的可靠度與生產品質，也同時降低機台維修的成本，是目前能讓
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臺灣製造業達到開源節流的重要關鍵。 

近年在缺工、精度、穩定性、持續運作性等製造條件下，「機器人」為智慧製造中

重要的一環，可提高工廠的運作效率。後續除部分工廠持續朝無人化的方向發展外，另

有工廠將落於人和機器人共存的生產系統。此可與人共同在一個空間內操作使用的人

機協作機器人(Collaborative robot)屬少量和高端技術的利基市場，人機協作不僅為具備

認知和協同操作的功能，以及讓人更輕易教導，也應具備技藝學習與轉移的能力，使人

機協作的情境，能由資深師傅與機器人學徒的階段，逐步轉移到無師傅與機器人高徒

的階段。 

本專案計畫結合數位孿生(Digital twin)技術、人工智慧、邊緣運算技術、智慧複合

加工技術、機器人人機協作技術，以達到跨領域整合之效益，最終鼓勵研究成果實際應

用於製造業場域。本專案計畫透過補助研究機構執行智慧機械潛力技術研究，推動可

落地的機器人技術，提升我國製造業及機械加工設備之附加價值，協助臺灣製造業因

應未來技術挑戰並促進國內經濟成長。 

 計畫目標 

一、發展自主性、獨創性與挑戰高技術門檻的高（質）值化／智能化關鍵軟硬體整合技

術，以協助臺灣製造業升級與數位轉型，提升臺灣產業在高階製造系統的國際競

爭力。 

二、協助企業實體製造數位化，並建立數位孿生(Digital twin)系統，另導入先進 ICT技

術及智慧型系統研發，並有效結合資料擷取、統計分析、人工智慧、演算法、系統

模擬等技術，以提升效能改善或加速管理決策。 

三、以學界機器人人機協作相關技術之研發能量為基礎，協同機器人設備廠商和應用

廠商，由學界以開發關鍵技術模組之方式推動，在兼顧技術前瞻性與產業應用性

之下，開發可落地應用場域之機器人人機協作關鍵技術。 

四、發展人機協作技術，結合 AI、5G、雲端等 ICT新興科技，以協助臺灣機器人與自

動化產業升級與轉型，提高國產設備之附加價值。 

五、推動資深師傅經驗傳承並以機器人重現資深師傅工藝，提高臺灣機器人自動化水

準，促使生產系統達到高值化輸出技術，在先進製造領域產生規模效應。 

六、透過與企業的合作，提出符合業界中長期關鍵技術需求，並透過政府資源整合，滿

足未來臺灣製造業之潛力智慧製造技術，銜接過往已有之智慧製造研發成果，建

立臺灣製造業之智慧整合技術典範。 
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七、透過場域應用驗證結合產業需求與學界能量進行軟硬技術整合與製造技術升級，

以深化智慧製造科技之轉型與高階研發人才參與。 

 計畫內容 

本計畫徵求之研究重點分為二大研究領域，說明如下： 

領域一：虛實加工技術開發與智能化系統整合 

領域二：人機協作機器人技術開發與系統整合 

 

【領域一：虛實加工技術開發與智能化系統整合】 

一、本專案計畫分為 A、B 架構，並須結合場域應用驗證。 

二、本計畫範疇應整合下列 A項數位孿生(Digital twin)技術、邊緣運算(Edge computing)

技術、智慧複合加工技術，B 項智能化技術與人工智慧。A、B 兩項中，各項至少

選擇一項技術為主要研發領域，並鼓勵跨領域整合，後於場域應用驗證確認其技

術可行性： 

【A項】 

⚫ 數位孿生(Digital twin)技術： 

1. 精密加工與機械控制技術：各種偵測生產現場的感測器裝置，或是各種馬達、

致動器和機械手臂等與 PLC/CNC、分散式控制系統(DCS)等可程式化的數位控

制和整合設備，並利用 SCADA /HMI等軟體將工廠環境和設備資訊進行匯集，

針對工廠設備及製造流程做出即時性的反應。如自動化刀具路徑產生技術、虛

擬加工紋路特徵辨識技術、多重感知融合系統、感測模組輕量低價化。 

2. 整廠整線異質設備間之互聯協調與整合：有鑑於各機台設備型號不同，各設備

商採用的通訊標準不一，多數製造業者難以串連工廠的所有設備資訊，致使企

業難以走向智慧製造，可透過發展整線整廠 CPS 平台，並藉由現役設備升級，

將不同性質之設備以網路等方法共享資訊及協同運作，提高產線之調整彈性及

效率。可進一步結合工廠之決策或物料等管理系統，透過數據分析達到預測產

能與存貨變化，及更加提高工廠因應客戶需求急速變化的能力。 

3. 產線模擬與虛擬加工技術：針對將來產品如何在產線上生產進行模擬，避免實

際部署產線時可能造成的產程或是工安上的風險。可結合分散式雲端技術，雲

端提供者變成由個人提供的公共雲端服務，並將負責所有雲端的建置、傳輸、

操作、管理與更新。分散式雲端載體可以在許多不同地點，這種做法讓資料不



4 

 

再只掌握在少數大廠手上，也使雲端科技的發展更隱私、更在地。 

⚫ 邊緣運算(Edge computing)技術： 

1. 邊緣運算硬體模組(Edge computing hardware module)：如何開發具有高性價比

而且能夠連接各種控制器以及感測器模組的硬體模組，並在此硬體架構下架設

適當的作業系統，達到軟硬體整合的目標，也是如何將邊緣計算技術落實到數

位製造系統中很重要的指標。 

2. 即時數據管理(Real time data management)系統：由於各設備通訊格式不同，必

須了解各種不同的工業通訊協定(Protocol)，如 CC Link IE、EtherNet/IP、Profinet、

MT Connect、OPC UA 以及 PLC 常用的 Modbus 等通訊協定，如果不支援以

上通訊協定，就必須針對其不同的控制器模式自行開發其通訊模組，如自行開

發 FANUC、KUKA、上銀或是達明機械手臂的通訊模組等，這些都是數據擷

取系統必須開發的技術。另外數據擷取系統除了透過通訊模式與控制器內部連

結以擷取數據外，也必須收集感測器數據。工業用感測器資料除了 A/D、SPI、

I2C 等通訊界面外，常應用於物聯網包含 MQTT 等通訊協定都是數據擷取系

統所必須開發的技術。後續將必須即時處理的數據提供給 edge application，如

預防保養、監控、資料分析等，以建立資料模型，這部分的技術包含數據流管

理以及連結資料庫等技術。 

3. 智能化功能套件與資安管理：例如 SDK(System development kit)、library等API，

以提供使用者應用資料收集器取得的數據以及相關的應用程式。另設備與雲端

主要是透過邊緣運算，因此對於資安管理相當重要，如果駭客由邊緣運算層入

侵將會危害到設備的安全。 

4. 邊緣運算的應用(Edge application)：應用將在雲端訓練好的 AI 模型導入 edge

端而達到較為即時的控制，如手臂振動抑制與工具機溫度補償等，這部分必須

建立與雲端平台的通訊模式，以達到雲端與霧端(edge computing)雙向溝通的

目標。 

⚫ 智慧複合加工技術： 

1. 新材料複合化加工技術：以高效能為出發點，研發複合化加工技術，或複合材

料之自動化加工技術。新材料具有難加工特性，以碳化矽為例，為係僅次於鑽

石之超硬材料；現今碳化矽晶圓業界所使用之拋光加工，乃延續傳統之矽晶圓

拋光加工，僅針對拋光液進行改變與參數之調校，使得晶圓拋光製程成為晶圓

加工之瓶頸，致使加工成本居高不下。 



5 

 

2. 積層製造(3D列印)技術：經由軟、硬體設備精進或材料改進以達成高速 3D列

印系統的開發，或結合感應器來監控列印品質，並包含整合系統的構成與應用

情境，達到可視化、透明化、可預測與系統自適應控制等功能，達成 3D列印

系統智慧監控技術的開發。另外於 3D列印技術的創新性設計與應用部分，如

晶格化結構設計與最佳化、創新積層製造暨後處理技術研發。在開發複合 3D

列印技術部分，結合 3D列印與其他製程共同達成快速與精密製造生產的目標，

例如 DED系統結合 NC 加工、複合式高性能積層製造系統研發與製造應用(加

減法複合等)。 

 

【B項】 

智能化技術與人工智慧： 

1. 智動機電模組：光機電系統、自動化系統、機械視覺、機電介面與系統整合、

機器人研發、智能感測與控制整合、訊號處理。 

2. 超自動化(Hyperautomation)加工技術：超自動化是結合機器運算與人工智慧的

先進技術，增進了自動化的過程與人類增能。超自動化除了能使器械自動化，

還能讓精細的思考也自動化，如研發、分析、設計、測量、自動化、監控、再

評估等。透過機器人流程自動化（Robotic Process Automation, RPA）、智慧商業

管理軟體和人工智慧的結合，目標是增強人工智慧導向決策，並能將過去資深

師傅的智慧結晶有效傳承。 

3. 具自我檢測與環境感知能力：溫度與精度補償、振動抑制、故障預知、穩定性、

深度學習、機械學習(ML)。 

4. 生產排程管理系統與稼動率監測(預測分析 Predictive analytics)：影像辨識、決

策樹、決策支援系統、專家系統、巨量資料庫、資料探勘、灰色理論、基因演

算法、類神經網路、模糊理論。 

5. 人工智能安全與防禦(AI security)：在物聯網、雲計算、微服務及智能空間中高

度連接的系統中降低潛在攻擊點。如資訊安全、無線通訊、智慧型天線系統、

低功率積體電路設計、雲端運算、3D數位顯示處理、數位訊號處理、影像編碼

壓縮處理技術。 

三、總經費主要用於指定項目。 

四、鼓勵企業與學界共同合作，由合作企業、學界或法人單位組成團隊，提供驗證智慧

機械潛力技術之實體場域。 
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【領域二：人機協作機器人技術開發與系統整合】 

一、團隊組成：本專案計畫以發展可落地於應用場域，具自主獨創性之關鍵人機協作

技術和資深師傅經驗傳承之機器人技術為目標。計畫團隊建議由機器人學界專家、

應用場域學界專家、機器人設備廠商和應用場域廠商所組成。以達到落地命題精

確、技術有效升級、設備附加價值提升和技術能有效被應用的合作研發模式。 

二、應用情境命題：以目前未有，但三至五年內可導入應用場域之創新機器人人機協

作或資深師傅經驗傳承需求出發，規劃出計畫四年期時間內每一年可達成的情境，

再反推每一年所需使用關鍵人機協作技術規格。 

三、技術規格：本專案計畫採用學界研發業界應用模式，因此技術研發以學界發展關

鍵技術為主，技術類別舉例如下： 

(一) 感知技術：協作環境內多類型環境狀態偵測，如視覺的空間狀態感測、操作物

件偵測和人員偵測等，如觸覺的碰撞偵測、手部協同操作力量偵測等。 

(二) 決策技術：如人員運動意向偵測、人員協同操作意向偵測、緊急反應策略等。 

(三) 運動技術：高反應速度運動生成與控制、柔性動作生成、高適應度教導等。 

(四) 系統技術：自我優化技術（如自我試誤、學習或最佳化技術）、人機協同技術、

遠距協同技術等。 

(五) 群組技術：如同質或異質機器人編隊、分工、合作等與人協同進行任務之技術。 

(六) 對外互動技術：包含和系統內其他機器人的協作技術，或和其他機台的即時通

聯技術，和協同人員的即時語音對話或動作溝通技術等。 

(七) 達到資深師傅經驗傳承之整合技術：提取資深師傅手眼力資訊，決策判定法則、

動作協調法則等之技術，並能在機器人上適度重現。 

欲達成特定應用情境可能需要多樣技術統合運用，計畫執行內容可同步開發多樣技

術，惟人機協作技術需立於該應用關鍵和不可或缺之地位。 

四、Robotics+X，與新興技術 X 搭配：近年諸多新興技術與機器人技術可相輔相成，

也同步開創許多新的技術與應用契機，下方羅列數項可整合技術（但不限於）： 

(一) ＋AI：機器人操作以「感測、決策、運動」三階段任務循環運行，內含智能化

感知、理解、決策、運動（軌跡）生成、智能控制、Digital Twin 等，各任務均

可導入 AI，以 AI獨立運作或和傳統技術複合，為目前國際機器人界主流方向

之一。AI本質上將技術智能化，和發展協作機器人關鍵技術之需求高度契合。 

(二) ＋5G：底層的運動控制常在毫秒(ms)等級，中層的手眼協調或者手力協調可在

10-100 毫秒(ms)等級，而高層的環境辨識和決策或可降至 1 秒(s)等級。5G 具
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備低時間延遲、高頻寬傳輸、高網路強健性之特性，不僅使循環的速度可大幅

度的提升，也提供機器人底層運動控制可內含無線通訊的可能性，人機協同也

可由遠端即時操作（tele-operation）。 

(三) ＋Cloud：將雲端整併為機器人系統之一部分，搭配有線網路或 5G，將「感測、

決策、運動」部分任務移到雲端處理。如於 Cloud 建構資料庫（或大數據），即

時提供機器人操作處理資訊。 

相較於現有機器人多為 edge 運算，+Cloud+AI 可藉由雲端運算進行機器人操控，

因而得以建構需要大數據和複雜運算的機器人應用，開發新型態高智能單機，開發

人機協作應用。+Cloud+AI+5G，得進一步將技術延伸到移動機器人上使用。不論

同質或異質之高智能單機搭配 5G所產生之高溝通能力，得以組成群組，進行編隊、

分工、合作以完成應用任務，抑或使工廠彈性智慧化，得以快速重組產線配置。 

 

 計畫申請及查核 

【領域一：虛實加工技術開發與智能化系統整合】 

一、申請注意事項 

(一) 以單一整合型計畫執行。 

(二) 預計以四年期為限，自 110年 6月 1日起執行。 

(三) 計畫應提出「應用情境之說明」，揭示「目標製造業場域」於智慧機械開發上之

技術需求，且於計畫結束時呈現所開發技術之「具體解決方案」，以說明學術、

技術或應用創新的重點及與計畫推動構想的關聯性，亦請說明所開發技術於

「相關產業之擴散性」。 

(四) 計畫書內容以「應用情境驗證」為考核重點，須以「目標製造業場域」規劃多

年期的智慧機械潛力技術發展里程圖（Roadmap），具體說明使用此所開發技術

之優勢。並於計畫結束後展示驗證結果以呈現目標製造業場域導入該關鍵性技

術之效益，並由審查委員進行現場訪視及舉辦成果發表研討會。 

(五) 為促成計畫能完成技術移轉，申請單位須邀請業界或法人機構參與規劃及執行，

並簽訂檢附合作意願書（如附件 1「虛實加工技術開發與智能化系統整合」合

作企業參與計畫意願書）。計畫應以產學合作運作成果作為其績效指標，要具

備軟硬體整合之跨領域團隊，同時包含技術供給方（Solution supplier）及技術

應用方（User）之角色；並請於計畫書中說明合作之業界或法人機構擬參與方

式及投入資源（包括研究配合經費、研究人力、獎學金、軟硬體設備等）。 
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(六) 為朝向創新前瞻之突破性效益，鼓勵團隊具有跨校、跨科系領域的合作（如機

電系統、機械、資通訊、電機電子、工業工程與管理、統計等）。 

二、計畫之申請 

(一) 請提出正式計畫書。 

(二) 正式計畫書之擬撰須參考美國 DARPA機制之精神，其中須包含： 

1. ㄧ頁技術摘要簡報：格式請參考簡報附件。簡報須簡潔有力地說明計畫的主

要目標、關鍵創新、預期之衝擊及其他獨特面向。 

2. 目標及衝擊：描述計畫團隊嘗試達成的目標及如果目標達成，造成的衝擊或

改變，請分別以質化及量化方式說明。 

3. 技術性計畫：概述固有的技術性困難及可能克服潛在問題的方法。 

4. 管理性計畫：提供計畫團隊成員的專長摘要，包括將執行該工作的任何顧問

和關鍵人員。 

(三) 正式計畫書須提出目標技術在世界與臺灣之技術前瞻性比較，包含： 

1. 團隊所發展之目標技術現況。 

2. 目標技術在臺灣的發展現況。 

3. 目標技術在世界的發展現況。 

4. 團隊自訂之最終目標規格或明確特色。 

(四) 正式計畫書須以半年為單位自訂技術里程圖、查核點、評量指標，以做為審查

委員審查之依據。每半年之評量指標須包含至少 3個質化目標及 9個量化關鍵

成果。每個質化目標對應至少 3個量化關鍵成果。 

(五) 正式計畫書需整合至少 3個分項計畫。不鼓勵另購設備，盡可能使用業界或法

人研究機構提供之設備。 

(六) 審查作業包括初審及會議複審，如有必要將安排計畫主持人簡報計畫內容。 

(七) 每件計畫每年度申請金額上限為新台幣 1,500萬元，應與業界或法人合作。 

(八) 編列資安費用須占申請計畫總經費 6%以上。 

(九) 上述皆將做為審查委員審查重點，其他未訂定事項，悉依科技部專題研究計畫

作業要點實施。 

三、計畫之考核 

計畫主持人需自訂技術里程圖、查核點、評量指標，以為評審委員查核之依據。其

中，技術里程圖須以「應用情境」及「目標製造業場域」作為驗證目標進行，計畫查核

方式如下： 
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(一) 計畫執行結束必須繳交結案報告，並需展示研究整體產業效益、關鍵性技術層

次、專利、特色實驗室、元件、模組、設備或其他實體產品，由審查委員進行

現場訪視或舉辦成果發表研討會。 

(二) 研究進度及成果的審查結果將列為下一年度補助經費之參考依據。 

(三) 研發成果技術之「製造業應用性及擴散性」列為查核之重點項目。 

(四) 獲補助之計畫主持人請配合於每季上網填寫績效報告表，並於期中、期末或不

定期成果資料彙報。 

 

【領域二：人機協作機器人技術開發與系統整合】 

一、計畫時程 

本專案計畫開發時程為四年，分為四個階段執行，其執行期限與目標概述如下： 

(一) 技術開發 (Phase I)：時程一年，計畫執行團隊與設備與應用廠商協同進行技術

可行性確認，以能完成各分項技術為原則，於本階段期末展示原型技術。同時，

並與合作之設備廠商確認後續技術商品化可行性，與合作之應用廠商確認技術

應用性。 

(二) 原型技術整合 (Phase II)：時程一年，計畫執行團隊所開發之各分項技術需能夠

整合完成並呈現預期之應用功能。同時，計畫執行團隊與其合作廠商深化合作，

清楚定義技術落地方法與規格。 

(三) 功能優化 (Phase III)：時程一年，計畫執行團隊持續與其合作廠商進行系統整

合與調校，將所開發原型技術改良與優化，提升技術成熟度和穩定性，並於本

階段期末展示優化後和具落地應用情境之技術功能，進行 alpha-site 測試，以

此和技轉作為績效指標。 

(四) 場域測試 (Phase IV)：時程一年，將所開發技術進行落地準備，針對規劃之應

用情境進行場域實測與運行，於本階段期末展示完整應用技術，在廠商 beta-

site測試，以此和技轉作為績效指標。 

二、申請注意事項 

(一) 徵求對象：全國各公私立大專校院，計畫主持人需符合科技部補助專題計畫作

業要點規定之資格，並具備模組開發與系統整合經驗。 

(二) 本計畫為個別型或單一整合型計畫，申請經費以每年度不超過新台幣 600萬元

為原則。規劃四年期，自 110年 6月 1 日起執行。 

(三) 計畫徵求審查作業：由遴選委員會進行計畫書初審及會議複審，如有必要將安
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排計畫主持人簡報計畫內容。 

(四) 擬執行本專案計畫之學界團隊，以規劃開發本專案計畫徵求範圍內之機器人人

機協作技術為限，計畫不補助開發國內業界現有或已具備開發能力之技術。 

(五) 執行本專案計畫所需之系統應由合作廠商協助提供，本計畫不支援採購系統和

與合作開發廠商研發之相關設備。 

三、計畫書需要包含下列項目 

(一) 團隊過去在人機協作、模組開發、與系統整合之相關研究成果。 

(二) 合作之設備廠商和應用廠商之基本資料（如名稱、統編、負責人、地址、電話、

員工人數、研發員工人數、資本額、營業額、股票上市櫃狀況等）、商品範疇、

與研發能力等。 

(三) 計畫研究目標，和所欲研發人機協作技術之內容、創新性/前瞻性與規格。並與

國內外現況與技術指標相互比較，提供智財背景調查和競爭力分析等。 

(四) 描述技術應用情境、應用範疇、與潛力市場。 

(五) 四年期計畫之技術發展路程、查核點、與技術評量指標。每年期末公測之技術

量化規格、展演情境與可查核技術指標應明確說明。 

(六) 羅列相關成效指標，如可技轉技術、專利申請與獲得、人才培育、產學合作現

況與未來等，作為查核之依據。 

(七) 與合作設備廠商和應用廠商之合作模式與系統整合路程。 

(八) 需附上廠商合作意願書，格式如附件 2「人機協作機器人技術開發與系統整合」

合作企業參與計畫意願書。 

四、考核相關事項： 

(一) 團隊依科技部需求每季提供績效報告、繳交書面期中和期末報告。 

(二) 參與專案計畫交流活動、期中口頭報告、期末訪視或公開測試與展覽、以及偶

有任務型成果展示等。 

(三) 研究進度及成果的考核結果將列為下一年度補助經費之參考依據，計畫執行具

退場機制。技術的前瞻性與落地性（如每年的先期技轉或引伸產學合作案等）

為本專案計畫重要績效指標。 

 申請作業時程  

一、計畫正式申請書：即日起至 110年 3月 18 日（星期四）前由申請單位備函送達本

部（請彙整造冊後專案函送），逾期恕不受理。 
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二、請申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提申請書（採用本部專題研究計

畫申請書格式線上申請）；線上申請時，請選擇「專題類-隨到隨審計畫」；計畫類

別請選擇「一般策略專案計畫」、計畫歸屬請選擇「工程司」。 

三、領域一之研究型別請選擇「整合型計畫」，學門代碼請選擇「E9839（先進製造技

術）」。 

四、領域二之研究型別請選擇「個別型計畫」或「整合型計畫」，學門代碼請選擇「E9848

（前瞻機器人模組與系統整合）」。 

五、有關計畫頁數限制請依照本部公告之「專題研究計畫申請書表 CM03 研究計畫內

容頁數限制一覽表」內相關規定，計畫書內容之表 CM03，個別型以 25 頁、單一

整合型以 40頁為限，超頁部分不予審查。 

 其他注意事項 

一、本計畫申請書所提供之各項資料應符合科技部學術倫理規範。 

二、總計畫主持人限申請本專案計畫一件，本計畫列入科技部專題研究計畫件數計算

額度，經核定補助後，列入總計畫主持人執行計畫件數，子計畫主持人則不列入計

算。 

三、獲補助執行本專案計畫之申請者，不得以相同研究主題重複申請其他機構之研究

經費補助。 

四、本計畫屬專案計畫，恕無申覆機制，且有退場機制。 

五、本計畫之簽約、撥款、延期與變更、經費核銷及報告繳交等，應依本部補助專題研

究計畫作業要點、專題研究計畫經費處理原則、專題研究計畫補助合約書與執行

同意書及其他有關規定辦理。 

六、本公告未盡事宜，應依本部補助專題研究計畫作業要點及其他相關規定辦理。 

 專案計畫聯絡人 

【領域一】 

專案召集人：蔡宏營 特聘教授（國立清華大學動力機械工程學系） 

Tel：(03)574-2343  E-mail：hytsai@pme.nthu.edu.tw 

計畫承辦人：蔡明倫 先生（科技部工程司） 

Tel：(02)2737-7390  E-mail：mltsai@most.gov.tw 

【領域二】 

專案召集人：林沛群 特聘教授（國立臺灣大學機械工程學系） 
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Tel：(02)3366-9747  E-mail：peichunlin@ntu.edu.tw 

計畫承辦人：杜青駿副研究員（科技部工程司） 

Tel：(02)2737-7527  E-mail：cctu@most.gov.tw 

 

有關計畫申請系統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線 

Tel：0800-212-058、(02)2737-7590、7591、7592
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附件 1：廠商合作意願書 

110年度「虛實加工關鍵技術與機器人系統整合研發專案計畫」 

虛實加工技術開發與智能化系統整合 

合作企業參與計畫意願書 

本企業（名稱：               ）參與「虛實加工技術開發與智

能化系統整合」（計畫名稱：       ，主持人   ），

同意並遵守下列合作事項： 

一、 …（提供研究經費及金額、軟硬體設備項目及數量與研究人力

如工程師人數等等） 

二、 …（提供實務場域驗證等等） 

三、 …（技術移轉費用等等） 

四、 …（配合舉辦公開成果發表會等技術推廣活動等等） 

五、 …（啟動後續產學合作經費與時程等等） 

 

 

 

本企業所提供之本計畫申請書內容及各項資料，皆與本企業現

況與事實相符。本企業於本計畫所提出之內容未曾向其他政府機關

（構）申請補助，且絕無侵害他人專利權、著作權、商標權或營業

秘密等相關智慧財產權，如有不實情事，本企業願負一切責任。特

此聲名，以茲為憑。 

此致 

科技部 

合作企業負責人：    （簽章） 

合作企業印鑑： 

中華民國   年   月   日 
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附件 2：廠商合作意願書 

110年度「虛實加工關鍵技術與機器人系統整合研發專案計畫」 

人機協作機器人技術開發與系統整合 

合作企業參與計畫意願書 

本企業（名稱：               ）參與「人機協作機器人技術開發

與系統整合」（計畫名稱：          ，主持人   ），

同意並遵守下列合作事項： 

一、 …（提供研究經費及金額、軟硬體設備項目及數量與研究人力

如工程師人數等等） 

二、 …（提供實務場域驗證等等） 

三、 …（技術移轉費用等等） 

四、 …（配合舉辦公開成果發表會等技術推廣活動等等） 

五、 …（啟動後續產學合作經費與時程等等） 

 

 

 

本企業所提供之本計畫申請書內容及各項資料，皆與本企業現

況與事實相符。本企業於本計畫所提出之內容未曾向其他政府機關

（構）申請補助，且絕無侵害他人專利權、著作權、商標權或營業

秘密等相關智慧財產權，如有不實情事，本企業願負一切責任。特

此申明，以茲為憑。 

此致 

科技部 

合作企業負責人：      （簽章） 

合作企業印鑑： 

中華民國   年   月   日 
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簡報附件：技術摘要簡報 

 
概
念
（

C
O

N
C

E
P

T
）

衝
擊
（

IM
P

A
C

T
）

背
景
（

C
O

N
T

E
X

T
）

方
法
（

A
P

P
R

O
A

C
H
）

題
目
（

T
it

le
)

組
織
名
稱
（

O
rg

an
iz

at
io

n
 N

am
e(

s)
）
；
技
術
性
概
念
驗
證
名
稱
（

T
ec

h
n

ic
al

 P
O

C
 N

am
e 

(s
) 
）

提
供
圖
解
（

P
ro

v
id

e 
g

ra
p

h
ic
）
。

描
述
面
臨
的
需
求
或
問
題
（

D
es

cr
ib

e 
n

ee
d

 a
n

d
 

p
ro

b
le

m
 b

ei
n

g
 a

d
d

re
ss

ed
）
。

描
述
目
標
（

D
es

cr
ib

e 
g

o
al
）
。

描
述
新
構
想
（

D
es

cr
ib

e 
n

ew
 i

d
ea

s）
。

描
述
現
有
的
方
法
及
當
前
發
展
水
平
（

D
es

cr
ib

e 

ex
is

ti
n
g

 a
p

p
ro

ac
h

es
/s

ta
te

 o
f 

th
e 

ar
t）
。
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